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D. Fernando VELA COSSIO, Secretario General de la Universidad Politécnica de Madrid,

CERTIFICA:

Que, en la sesién ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de Madrid
celebrada, previa convocatoria, el dia 26 de septiembre de 2024, se adoptaron vdlidamente los
siguientes acuerdos:

- Aprobar el Acta de la sesion celebrada el dia 23 de julio de 2024.

- Aprobar la participacion de la UPM como miembro del patronato de la Fundacion para la
Investigacion, Desarrollo y Aplicacion de los Materiales Compuestos (FIDAMC), para su posterior
elevacién al Consejo Social.

- Informar favorablemente sobre el Plan de Accidn de la UPM para la renovaciéon del sello
Estrategia de Recursos Humanos para Investigacion (HRS4R, siglas en inglés) de la Comisidn
Europeaq, 2024-2029.

- Aprobar la inclusion en el Mapa de Titulos de la UPM de las siguientes microcredenciales (se
adjunta Anexo):

« Microcredenciales de los titulos de:

. Experto en Disefio y Verificacion de Sistemas Integrados Digitales

. Experto en Circuitos Infegrados de Senal Mixta y Radiofrecuencia

. Experto Tecnologias Fotdnicas y su Integracion

. Experto en Fabricacion y Evaluacion de Dispositivos Microelectronicos

« Microcredencial Dispositivos Mems ElectroacUstica

» Microcredencial Laboratorio de Circuitos Integrados

« Microcredencial Diseno, Fabricacién y Caracterizacion de Resonadores Mems
Electroacusticos

- Aprobar los siguientes Titulos Propios:

« Experto en Disefio y Verificacion de Sistemas Integrados Digitales

« Experto en Circuitos Integrados de Senal Mixta y Radiofrecuencia

« Experto Tecnologias Fotonicas y su Integracion

« Experto en Fabricacion y Evaluacion de Dispositivos Microelectronicos

Madrid, a 26 de septiembre de 2024

El Secretario General Fernando Vela Cossio
V° B El Rector Guillermo Cisneros Pérez

Fecha de publicacién: 22 de octubre de 2024



Octubre 2024 B.O.U.P.M.

|.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ORGANQOS DE GOBIERNO
|.B.- ACUERDQOS Y RESOLUCIONES: CONSEJO DE GOBIERNO

CONSEJO DE GOBIERNO SEPTIEMBRE 2024

. TITULO DE EXPERTO EN DISENO Y VERIFICACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DIGITALES (27 ECTS)
.1. Diseno VLSI* Aprobada + carta

.2. Diseno Digital | Aprobada + carta

.3. Diseno Digital ll Aprobada + carta

4. Diseno de procesadores con arguitectura abierta

.5. Verificacién de circuitos digitales
6.
7.
8.

Diseno de sistemas en chip basados en HW abierto
Componentes SW para sistemas embebidos
Diseno de sistemas criticos v de aplicacién a espacio

2. TITULO DE EXPERTO EN CIRCUITOS INTEGRADOS DE SENAL MIXTA Y RADIOFRECUENCIA (24 ECTS)

T
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1. Diseno VLSI* Aprobada + carta
2.2. Diseno Digital | Aprobada + carta
2.3. Diseno Digital Il Aprobada + carta

2.4. Arquitecturas digitales para procesado de sendal
2.5. Diseno de circuitos integrados analdgicos y de radiofrecuencia
2.6. Medidas de circuitos de radiofrecuencia

3. TITULO DE EXPERTO TECNOLOGIAS FOTONICAS Y SU INTEGRACION (24 ECTS)

3.1. Tecnologias FoTéni,cos* Aprobada + carta

3.2. Comunicaciones Opticas Avanzadas Aprobada + carta

3.3. Dispositivos semiconductores* Aprobada + carta

3.4. Caracterizacidn de dispositivos fotdnicos Aprobada + carta

3.5. Circuitos fotdnicos integrados Aprobada + carta

3.6. Fotdnica de Microondas Aprobada + carta

4.TiTULO DE EXPERTO EN FABRICACION Y EVALUACION DE DISPOSITIVOS MICROELECTRONICOS (24

ECTS)

4.1. Dispositivos semiconductores* Aprobada

4.2. Uso bdsico de Sala Limpia y preparacidon de muestras para dispositivos semiconductores
4.3. Técnicas de depdsito aplicado a la fabricacion de dispositivos semiconductores

4.4, Técnicas de litografia en semiconductores*

4.5. Tecnologias de System in Package

4.6. Caracterizacidn de materiales y dispositivos semiconductores

5. MICROCREDENCIAL DISPOSITIVOS MEMS ELECTROACUSTICA (3 ECTS)
6. MICROCREDENCIAL LABORATORIO DE CIRCUITOS INTEGRADOS (3 ECTS)

7. MICROCREDENCIAL DISENO, FABRICACION Y CARACTERIZACION DE RESONADORES MEMS
ELECTROACUSTICOS (3 ECTS)
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